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Abstract 


A testing instrument according to the invention contains an upper mounting plate for applying a multiplicity of 
integrated circuit units onto the upper surface of the upper mounting plate and having a multiplicity of pins which 
extend from the lower surface of the upper mounting plate, and a lower mounting plate for combination with the 
upper mounting plate by means of the pins, fitted into a multiplicity of grooves formed respectively in a multiplicity of 
supports which fit into the lower mounting plate, in which the pins are connected via connecting circuit conductors 
formed in the upper mounting plate to outer supply lines of the integrated circuit unit, and have greater separations 
in the lower position than in the upper position. 
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© Testgerat fur integrierte Halbleiterschaltungen 

(§7) Ein Testgerat gemaS der Erfindung beinhaitot eine obere 
Fassungsplatte 2um Anbringen einer Vielzahl von integrier- 
ten Schaitungseinheiten auf der oberen Oberflache der 
oberen Fassungsplatte und mit einer Vielzahl von Stiften, die 
sich von der unteren Oberflache der oberen Fassungsplatte 
aus erstrecken, und eine untere Fassungsplatte zum Kombi- 
-j^--- ~ •* cicr cbcrcr. F3ssung$p!2tte mittels der in pin#> 
Vielzahl von jeweils in einer Vielzahl von Stutzen, die in der 
unteren Fassungsplatte stecken, geformten Nuten einge- 
setzten Stifte, worin die Stifte uber in der oberen Fassungs- 
platte geformte verbindende Schaltungsleiter mit auSeren 
Zuleitungen der integrierten Schaltungseinheit verbunden 
sind und an der unteren Position wetter© Abstande haben als 
an der oberen Position. 
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1. Bereich der Erfindung 

Die vorliegende Erfindung bezieht sich allgemein auf 
Verfahren zum Testen integrierter Halbleiterschaltun- 
gen und besonders auf Strukturen zurn Testen integrier- io 
ter Halbieiterschaltungen ohne Testfassung. 

2. Beschreibung des Stands der Technik 

Fur integrierte Standard-Halbleiterschaltungen sollte 15 
im allgemeinen das Absolvieren verschiedener Tests no- 
tig sein, um die Bauelement-Zuverlassigkeit sicherzu- 
stellen. fCurz gesagt gibt es zwei wichtige Zuverlassig- 
keitstests: der Test der elektrischen Eigenschaften dient 
zum Verifizieren des Ubertragungszustands zwischen 20 
Signalen, die in die Anschliisse, die alle mit einem Testsi- 
gnalgenerator verbunden sind, hineinkomrnen und aus 
diesen herauskommen; und der Voralterungstest dient 
zum Verifizieren der Lebensdauer und zum Detektieren 
einiger Defekte der Chips unter hinsichtlich Tempera- 25 
tur, Spannung und ahnlichem beanspruchenderen Be- 
dingungen als den normalen Betriebsbedingungen. Um 
die Testgeschwindigkeit und -genauigkeit zu verbes- 
sern, sind fortschrittlichere und verschiedene Testauf- 
bauten vorgeschlagen worden. Die Testaufbauten kon- 30 
nen gemaB den Strukturen der integrierten Schaltungs- 
einheiten variiert werden. 

In einem diinnen kleinen Rahmengehause (abgekurzt 
als TSOP) oder einem flachen Viereckgehause (abge- 
kurzt als QFP) sollen die auBeren Zuleitungen einer 35 
integrierten Schaltungseinheit in einer Fassung geform- 
te Fassungsstifte gegen eine Testplatte drucken, um so 
damit elektrisch verbunden zu werden. 

Bezugnehmend auf Fig. 1 und Fig. 2, die jeweils wohl- 
bekannte Aufbauten zum Testen eines kleinen Rahmen- 40 
J-Bend-Gehauses (abgekurzt als SOJ) oder eines kunst- 
stoffummantelten Chiptragers (abgekurzt als PLCC) 
zeigen, sind Fassungskorper 4 auf Fassungsplatten 3 in 
einer Leistungsplatte 2 angebracht, welche auf einer 
Ladeplatte 1 angebracht ist Jeder der Fassungskorper 4 45 
beinhaltet einen Vertiefungsteil 5, um eine integrierte 
Schaltungseinheit 7 aufzunehmen. 

Wie in Fig. 2 gezeigt sind an den beiden Innenwanden 
des Vertiefungsteils 5 elastische Fassungsstifte 6 ange- 
bracht Wahrend der Test durchgefuhrt wird, wird die 50 
Einheit 7 "tot" (eine Art des Einsetzens, bei der, wenn 
eine Einheit in einer Fassung untergebracht wird, ihre 
externen Zuleitungen nach oben zeigen) in den Vertie- 
fungsteil 5 eingesetzt und dann werden die auBeren Zu- 
leitungen 8 durch die Federkraft der Fassungsstifte 6 55 
gehalten. 

Die Verwendung eines derartigen herkommlichen 
Testverfahrens, welches die Verbindung zwischen den 
externen Zuleitungen und den Fassungsstiften mittels 
der Federkraft der Fassungsstifte herstellt, fuhrt zu eini- 60 
gen Nachteilen, wie beispielsweise einer schlechten 
elektrischen Verbindung wegen zu groBer oder nicht 
ausreichender Federkraft, Beschadigung der Fassungs- 
stifte wegen wiederholter Testschritte und langsames 
und zeitaufwendiges Verfahren wegen der haufigen Er- 55 
setzung der Fassungen. 

Die mangelhafte elektrischen Verbindung tritt beson- 
ders in Verbindung mit TSOP oder QFP haufig auf, was 
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bewirkt, daB die Zuverlassigkeit der Testfunktion stark 
gesenkt wird. 

AuBerdem kann der herkommliche Aufbau wegen 
der niedrigen Testgenauigkeit bei einer Gehausestruk- 
tur mit vielen oder nahe aneinanderliegenden auBeren 
Stiften nicht fur integrierte Schaltungen hoher Dichte 
geeignet sein. Die hinsichtlich der Schaltungen mit ho- 
her Dichte beschriebenen Probleme sind in den letzten 
Jahren verstarkt worden, da sich die Komplexitat der 
Gehausestruktur erhdht hat. 

Ein weiteres, tm U.S. Patent Nr. 4,747,784 beschriebe- 
nes Verfahren stellt einen Testaufbau fur den Oberfla- 
chenaufbautest bereit Obwohl die Reschadigungen der 
auBeren Anschliisse und das haufige Ersetzen der Fas- 
sungen vermieden werden, hat das Verfahren einige Be- 
schrankungen darin, daB die externen Zuleitungen flexi- 
bel sein mussen, um wahrend des Testens ein Kreis zu 
sein, aber fur einen zusatzlichen Abgleichschritt gerade 
zuruckgebogen zu werden. Die patentierte Architektur 
zum Testen ist auch sowohl in ihrer Struktur als auch in 
ihrem HerstellungsprozeB kompliziert 

Es ist folglich ein Ziel der vorliegenden Erfindung, ein 
Testgerat bereitzustellen, welches Tests fur integrierte 
Schaltungen ohne Beschadigung der auBeren Anschlus- 
se ausfuhrt 

Es ist ein anderes Ziel der vorliegenden Erfindung, ein 
Testgerat fur integrierte Schaltungseinheiten hoher 
Dichte bereitzustellen. 

Es ist ein weiteres Ziel der vorliegenden Erfindung, 
ein Testgerat bereitzustellen, welches einen Test mit 
hoher Rate fiir integrierte Schaltungseinheiten ein- 
schlieBlich verschiedener Gehausetypen ausfuhrt. 

Zusammenfassung der Erfindung 

Das Testgerat gemaB der Erfindung beinhaltet eine 
obere Fassungsplatte zum Befestigen einer Vielzahl von 
integrierten Schaltungseinheiten auf der oberen Ober- 
flache der oberen Fassungsplatte und mit einer Vielzahl 
von Stiften, die sich von der unteren Oberflache der 
oberen Fassungsplatte aus erstrecken, wobei die Stifte 
uber in der oberen Fassungsplatte geformte verbinden- 
de Schaltungsleiter mit den auBeren Zuleitungen der 
integrierten Schaltungseinheit verbunden sind und an 
unteren Positionen groBere Abstande haben als an obe- 
ren Positionen, und eine untere Fassungsplatte zum 
Kombinieren mit der oberen Fassungsplatte mittels 
Stiften, die in eine Vielzahl von Nuten eingesetzt wer- 
den, die jeweils in einer Vielzahl von Stutzen geformt 
sind, die in der unteren Fassungsplatte stecken. 

Die obere Fassungsplatte beinhaltet viellagige ge- 
druckte Leiterplatten mit den verbindenden Schaltungs- 
leitern und die Abstande zwischen den verbindenden 
Schaltungsleitern sind bei der unteren gedruckten Lei- 
terplatte groBer als bei der oberen gedruckten Leiter- 
platte. Auf der oberen Oberflache der oberen Fassungs- 
platte ist eine Vielzahl von Puffern geformt, um die 
integrierte Schaltungseinheit aufzunehmen und auf dem 
Umfang der Puffer ist eine Vielzahl von Anschlussen 
geformt, um die externen Zuleitungen uber die verbin- 
denden Schaltungsleiter mit den Stiften zu verbinden. 
Die Stutzen sind leitend und mit Kabeln zur Obertra- 
gung von Testsignalen verbunden. 

Die vorangehenden und andere Ziele, Eigenschaften 
und Vorteile der Erfindung werden aus der folgenden 
und genaueren Beschreibung der bevorzugten Ausfiih- 
rungsformen der Erfindung, wie sie in den beigefiigten 
Zeichnungen dargestellt ist, ersichtlich werden. 
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Kurze Beschreibung der Zeichnungen 

Fig. 1 ist eine perspektivische Ansicht, die ein her- 
kommliches Testgerat zeigt. 

Fig. 2 ist eine detaillierte Querschnittsansicht, welche 5 
den Testaufbau beziiglich des Gerats von Fig. 1 zeigt. 

Fig. 3 ist eine perspektivische Ansicht eines Testge- 
rats gemaB der vorliegenden Erfindung. 

Fig. 4 ist eine Querschnittsansicht entlang der Linie 
X-XinFig. 3. 10 

Fig. 5 ist eine Querschnittsansicht einer oberen Fas- 
sungsplatte von Fig. 3. 

Fig. 6 ist eine perspektivische Ansicht einer unteren 
Fassungsplatte von Fig. 3, und 

Fig. 7 ist eine vergroBerte Querschnittsansicht ent- 15 
lang der Linie Y-Y in Fig. 6. 

Ausfuhrliche Beschreibung der bevorzugten 
Ausfuhrungsform 

20 

Bezugnehmend auf Fig. 3 ist eine Vielzahl von Fas- 
sungsplatten 35, von denen jede aus oberen und unteren 
Fassungsplatten 34 und 33 besteht, auf einer Unterbrin- 
gungsplatte 32 angeordnet, welche auf einer Ladeplatte 
31 angebracht isL Es ist moglich, die oberen und unteren 25 
Fassungsplatten miteinander zu verbinden oder vonein- 
ander zu trennen. 

Die obere Fassungsplatte 24 ist bezugnehmend auf 
Fig. 4 aus einer Vielzahl von Schichten aus gedruckten 
Leiterplatten 41 aufgebaut. Auf der oberen Oberflache 30 
der oberen Fassungsplatte 24 ist eine Vielzahl von Befe- 
stigungs-AnschluBflachen 36 in Form eines Matrixfeldes 
angeordnet, um eine Vielzahl von integrierten Schal- 
tungseinheiten darauf anzuordnen. 

Bezugnehmend auf Fig. 5, die den vergrofierten Auf- 35 
bau der oberen Fassungsplatte detailliert zeigt, ist eine 
Vielzahl von Befestigungspuffern 49 aus Gummi auf der 
oberen Oberflache der oberen Fassungsplatte 24 ange- 
ordnet, um so die darin zu testenden integrierten Schal- 
tungseinheiten 48 unterzubringen und festzuhalten. Am 40 
Umfang eines jeden Befestigungspuffers 49 ist eine Viel- 
zahl von Verbindungsanschliissen 47 angeordnet, um in 
Kontakt mit den externen Zuleitungen 50 der integrier- 
ten Schaltungseinheit 48 zu kommen. Die Verbindungs- 
anschliisse 47 sind uber verbindende Schaltungsieiter in 45 
den gedruckten Leiterplatten 41 mit Verbindungsstiften 
42 verbunden, die aus der unteren Oberflache der obe- 
ren Fassungsplatte 34 herausragen. 

Bezugnehmend auf Fig. 6 besitzt die umere Fa^urigs- 
platte 33 eine Vielzahl von Verbindungsnuten 46, die 50 
jeweils in einer Vielzahl von Verbindungsstiitzen 52 ge- 
formt sind, welche durch eine elastische Platte 51 in der 
unteren Fassungsplatte 33 stecken. Die Verbindungs- 
stiitzen 52 sind wie in Fig. 7 gezeigt uber eine Vielzahl 
von Verbindungskabeln 53 mit der Unterbringungsplat- 55 
te 32 und der Ladeplatte 31 verbunden. Die Verbin- 
dungsstiitzen 52 bestehen aus ieitendem Material. Die 
Stifte 42 werden wahrend des Tests in die Nuten 46 der 
Stutzen 52 eingesetzt 

Es sollte angemerkt werden, daB die Abstande zwi- 60 
schen den verbindenden Schaltungsleitern auf den ge- 
druckten Leiterplatten 41 wie in Fig. 5 gezeigt bei einer 
unteren gedruckten Leiterplatte groBer sein mussen als 
bei der oberen gedruckten Leiterplatte, was sowohl ei- 
nen Aufbau einer Stiftstruktur mit hoher Teilung oder 65 
einen Aufbau mit vielen verbundenen Stiften leicht er- 
laubt, als auch den Aufbau der Struktur fur den Test 
vereinfacht. 
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Da die oberen und unteren Fassungsplatten miteinan- 
der verbunden oder voneinander getrennt werden kon- 
nen, konnen zusatzlich nur durch Verandern der oberen 
Fassungsplatte Einheiten mit verschiedenen Gehausety- 
pen an das Testgerat gernaB der vorliegenden Erfindung 
angepaBt werden. Deshalb konnen die Kosten fur die 
Bedienung des Testgerats gesenkt werden. 

AuBerdem kommen die externen Zuleitungen 50 der 
zu testenden integrierten Schaltungseinheit 48 mit den 
Verbindungsanschliissen 47 auf der oberen Fassungs- 
platte 34 ohne jegliche FCrafteinwirkung, die wie beim 
Stand der Technik eine physikalische Beschadigung der 
Zuleitungen bewirkt, in Kontakt. 

Die Erfindung kann auch in bestimmten anderen For- 
men ausgefiihrt werden, ohne von ihrem Sinn oder we- 
sentlichen Eigenschaften abzuweichen. Die vorliegende 
Ausfuhrungsform muB deshalb in jeglicher Hinsicht als 
beispielhaft und nicht einschrankend betrachtet werden, 
wobei der Bereich der Erfindung durch den anhangen- 
den Anspruch statt durch die vorangehende Beschrei- 
bung aufgezeigt wird und es ist deshalb beabsichtigt, 
daB alle Veranderungen, die in die Nahe der Bedeutung 
und des Aquivalenzbereichs der Anspriiche kommen, 
darin eingeschlossen werden. 

Patentanspruche 

1. Testgerat, mit einer oberen Fassungsplatte (34) 
zum Anbringen einer Vielzahl von integrierten 
Schaltungseinheiten auf der oberen Oberflache der 
oberen Fassungsplatte (34) und mit einer Vielzahl 
von sich von der unteren Oberflache der oberen 
Fassungsplatte (34) aus erstreckenden Stiften; und 
eine untere Fassungsplatte (33) zum Verbinden mit 
der oberen Fassungsplatte (34) mittels der in eine 
Vielzahl von jeweils in einer Vielzahl von Standern, 
die auf der unteren Fassungsplatte (33) stecken, ge- 
formten Nuten (46) eingesetzten Stifte (52), worin 
die Stifte (52) mit auBeren Zuleitungen der inte- 
grierten Schaltungseinheit uber verbindende Schal- 
tungsieiter (53) verbunden sind, die in der oberen 
Fassungsplatte (34) geformt sind und an ihrem un- 
teren Ende weitere Abstande haben als an ihrem 
oberen Ende. 

2. Testgerat gemaB Anspruch 1, worin die obere 
Fassungsplatte (34) viellagige gedruckte Leiterplat- 
ten (41) mit verbindenden Schaltungsleitern um- 
faBt, wobei die Abstande zwischen den verbinden- 
den Schaltungsleitern bei der unteren gedruckten 
Leiterplatte (41) groBer sind als bei der oberen ge- 
druckten Leiterplatte (41). 

3. Testgerat gemaB Anspruch 1, worin auf der obe- 
ren Oberflache der oberen Fassungsplatte (34) eine 
Vielzahl von Puffern geformt ist, um die integrierte 
Schaltungseinheit unterzubringen und auf dem 
Umfang der Puffer eine Vielzahl von Anschlussen 
geformt sind, um die externen Zuleitungen uber die 
verbindenden Schaltungsieiter mit den Stiften zu 
verbinden. 

4. Testgerat gemaB Anspruch 1, worin die besagten 
Stutzen leitend sind und mit Kabein zur Ubertra- 
gung von Testsignalen verbunden sind. 
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